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前言

　　随着电子产品的日益普及，集成电路的需求量日益增加。
专用集成电路是为某种专用功能和某些特定用户而专门定制的集成电路，它具有更多样的性能和更高
的性价比，因此，备受广大用户的青睐。
然而，成功设计一款专用集成电路则需要掌握更加全面的知识，包括应用系统、半导体制造工艺
、CAD工具、数字电路、模拟电路及封装、测试等方面的知识，这些知识相互关联、相互制约，缺乏
任何一种知识都难以成功地设计出专用集成电路。
　　本书的作者Keith Barr先生具有丰富的专用集成电路设计经验，他告诉我们，通过不断地学习，一
名系统工程师也可以成为一名出色的专用集成电路设计者。
本书的第3章特别讨论了专用集成电路的经济成本问题，这在通常的技术性论著中很难找到，但我们
认为要设计一款成功的专用集成电路，性价比是最重要的。
因此，在电路设计之前，我们必须对专用集成电路中每一部分的成本进行有效的分析。
　　本书涉及的内容非常全面，首先从半导体制备工艺入手，对代工厂进行分类，同时介绍基本的工
艺流程；讨论了用于专用集成电路设计的CAD工具，良好的工具对设计可以起到事半功倍的效果；紧
接着介绍了标准单元及外围电路，这些都是专用集成电路设计的基本单元；第7，8两章重点讨论数字
电路的设计，包括存储器设计、自动布局布线以及电路综合等；在数字电路的基础上，重点研究了运
算放大器、带隙基准电压源、锁相环以及ADC／DAC等模拟电路模块；最后讨论了芯片的封装和测试
，同时还涉及一些传感器的知识。
本书不但对专用集成电路设计者具有很高的参考价值，对还未涉及专用集成电路设计的电子工程师更
是一本有用的指导手册，它会一步一步引领读者成为一名出色的专用集成电路设计者。
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内容概要

本书全面介绍ASIC设计的各个环节。
第1，2章对IC设计进行了概述，介绍晶体管及SPICE模型、芯片代工厂、制备工艺等知识；第3章阐
述ASIC的经济成本问题，对ASIC设计中每一环节的成本进行有效的分析；第4章重点介绍ASIC设计所
用的CAD工具；第5，6章分别介绍版图设计中的标准单元和外围电路，以及焊盘、保护电路、外围金
属环等可靠性设计的内容；第7，8章重点分析数字电路中的特殊逻辑结构和存储器，以及逻辑、二进
制数学与处理；第9～12章分别介绍常用的模拟电路知识，包括电流源、放大器、带隙基准源、振荡器
、锁相环、转换器、开关电容技术等；第13章介绍封装和测试的相关知识；最后，作者依据自己多年
的设计经验对ASIC设计进行总结。
    本书是电子工程、集成电路设计等领域的技术人员和研究人员必备的参考书，也是高等院校相关专
业师生重要的学习用书。
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作者简介

Keith Barr 12岁就为他做医生的叔叔设计了一套生物医学设备，这也是他第一款有销路的电子产品。
后来，他通过大量的自学，在纽约罗切斯特创建了MXR Innovations公司，之后又在洛杉矶成立了Aesis
studio Electronlcs公司。
这些公司主要从事模拟及数字音频音效、合成以及其他音乐技术方面的开发，并主导了整个音乐产业
。
Keith研制的Alesis ADAT录音机已成为数字多声道录音的行业标准。
在这期间，他还花了几年时间乘帆船漫游加勒比海，后来设计并市场化了一款辐射探测器，应用于实
验室及其他相关领域。
     
  　他九年级时因为历史课程不及格而留级。
16岁生日那天，在几乎选修了学校里所有的理科课程后，离开了学校。
他先后做过技术员、工程师。
在21岁时，他成立了自己的公司。
不寻常的经历造就了他对技术和科学方法的独特视角。
     
  　Keith获得了众多设计和技术专利。
在他目前的公司中，Exelys公司主要研制医疗和体育运动技术领域的产品，Spin Semiconductor公司主
要开发ASIC产品，采用OEM的销售模式。
目前，他对香精香料的有机合成产生了浓厚兴趣。
Keith与妻子和两个孩子居住在一起，在洛杉矶和台北两地都有他们的居所。
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章节摘录

　　第1章　沙盒　　把模拟和数字电路集成到一块IC（集成电路）上的设计称为混合信号设计。
虽然把这两种电路集成在一起非常具有挑战性，但是一旦集成到一款产品中，就可以提供系统芯片
（SOC）的功能，这将对最终产品的成本产生重要的影响。
作为一个商业产品的设计者，总是不断地从主要的芯片供应商那里购买芯片。
你也可以联系一个重要的Ic设计公司，要求他们为你的应用设计一些新模块。
但是，如果价格没有达成一致，IC设计公司同样可以把这些新模块提供给你的竞争对手。
以至于大大削弱了你努力追求的产品优势。
你也可以和IC设计公司签订独家设计合同，但是在设计过程中，你需要把你所在行业的特殊知识传递
给其他人，而你是无法完全掌控这些人的。
没有IC设计知识的人很难准确地了解你的需求，正如销售人员和工程师交流，说一下就可以解决问题
吗？
而且，即使是一个相当简单的没计，请设计公司设计也需要耗费近100万美元。
如果自己做设计，不但设计细节可以作为公司的知识产权，而且由于你了解众多的折中手段，可以以
更低的成本精确地设计出你想要的产品。
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